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Abstrakt

Modul umoziuje fizeni digitdlnich vystupu pfes USB a také rychly pfenos pa-
ralelnich dat. Je zalozen na ¢ipu CY7C68013A. Podporuje high-speed komunikaci
USB 2.0.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota | Poznamka
Napéjeci napéti | USB +5V | USB napdjeni je vyvedeno
i jako vystup

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeni

Modul obsahuje minimalni mnozstvi soucastek potiebné pro funkei c¢ipu CY7C68013A.
Tento ¢ip ma 3.3V logické vystupy, které jsou 5V tolerantni. Napéajeci napéti 3.3V je
stabilizovano linedarnim stabilizatorem, ktery je soucasti zapojeni plosného spoje. Korektni
napétovy reset obvodu CY7C68013A je vyiesen resetovacim obvodem TCMS809.
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Pro trvalé nahrani firmware zarizeni zalozeného na tomto USB mikrokontroleru se
predpokladd piipojeni externi I2C EEPROM do které je nahran firmware. Tato EEPROM
neni soucasti zapojeni modulu a je v takovém ptipadé potiebné vyuzit dalsi modul.

2.2 Mechanicka konstrukce

Modul klasicky predpoklada uchyceni na ¢tyfech sroubech, které by pro spravnou funkci
modulu mély byt spojeny s vodivou zemi.

3 Vyroba a testovani

Plosny spoj je navrzen jak pro rucni péjeni, tak i pro osazovani pomoci pasty. Modul
se testuje optickou kontrolou spoju a naslednym ptipojenim na laboratorni zdroj s ome-
zenim proudu. Déle by po pfipojeni mikrokontroleru na USB mélo dojit k enumeraci USB
zatizeni.

3.0.1 Osazeni

Modul je mozné osadit i ru¢né. Rozlozeni soucédstek je na Obr. 1.

Obrazek 1: Osazovaci plan horni a spodni strany plosného spoje

Pocet Oznaceni Typ Pouzdro
10 | C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 100nF C0805
1 C2 20uF ELYTC
2 C4,C5 12pF C0805
1 C14 22uF ELYTC
1 D1 M4 SMA
1 J1 USB_B.01 USB_B_01
4 J2,J3,J13,J14 JUMP2X3 JUMP2X3
2 J4,J8 JUMP2X4 JUMP2X4
1 Jb JUMP2X8 JUMP2XS
1 J6 JUMP2X6 JUMP2X6
2 J9,J11 JUMP2X1 JUMP2X1
2 J10,J12 JUMP2X2 JUMP2X2
1 L1 MIO805K400R-10 R0805
1 R1 100k R0805
2 R2,R3 2K2 R0805
1 R4 10K R0805
1 R5 1K R0805
1 SW1 PUSHO050x050 PUSHO050x050
1 U1 CY7C68013A SSOP56_300
1 U2 LM1117MPX_3V3 SOT223
1 U3 TCMS809 SOT23
1 X1 24MHz XTALO050

Tabulka 1: Seznam soucastek osazovanych na desku plosného spoje.
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